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Anderungsgrund Neuerstellung
Joining Solutions JteCAgOZCUP Cmoi . ™
organgerversion
Jointec GmbH: Jtec Ag02CuP
ISO 17672: CuP 279
EN 1044: Cu 105
AWS A 5.8: CuP-2
Chemische Zusammensetzung
Ag Cu P Andere Schmelzbereich
[%] [%] [%] [%] c
Jtec Ag02CuP 2 Rest 6.3 - 645 — 825

Charakteristik / Anwendung

Jtec Ag02CuP ist ein Silber-Kupfer-Phosphor-Lot mit geringem Silberanteil. Diese Legierung bietet
gute Fliesseigenschaften und Kapillarwirkung. Geeignet fiir Verbindungen von Kupfer mit Kupfer.
Empfohlen fiir Létverbindungen, die starken thermischen Belastungen und bedingten Vibrationen
ausgesetzt sind.
Betriebstemperatur der Loétverbindung: —20 °C bis +150 °C.
Nicht geeignet fiir schwefelhaltige Umgebungen sowie flr Eisen- oder Nickellegierungen.

Erwarmungsmethoden:
Flammloten, Induktionsloten, Widerstandsloten

Flussmittel:

AgCuP werden zum Léten von Kupfer verwendet, dazu wird kein Flussmittel bendtigt.

Technische Lieferbedingungen gem. ISO 17672
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Alle Informationen zu unseren Produkten, Anlagen und Prozessen basieren auf umfangreichen Forschungsarbeiten und anwendungstechnischen
Erfahrungen. Wir stellen diese Ergebnisse miindlich und schriftlich nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfiigung; Dies entbindet den Verbraucher
jedoch nicht von der Pflicht, unsere Produkte und Verfahren in eigener Verantwortung zu tberpriifen, insbesondere wenn die Anwendung und das
Verfahren nicht ausdriicklich schriftlich von uns genehmigt wurden. Die beigefiigten Priifzeugnisse befreien den Verwender nicht von der
ordnungsgemafen Wareneingangskontrolle. Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch fiir etwaige schadigende Ereignisse.




